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Abstract (en)
[origin: FR2684235A1] A system for protecting integrated circuits on smart cards is described. The circuit (103) is placed in a cavity (102) in a
ceramic housing (101). Standard contacts (104) are deposited on the side of the housing opposite to the cavity opening and connected to the chip
(103) via feed-through conductors (106) extending into the cavity (102) and connected therein to wires (105) which are welded to the chip (103).
The cavity (102) is either sealed by a cover (108) or filled with a protective material (208). Smart cards with a lifetime of over ten years may thus be
obtained.

Abstract (fr)
L'invention concerne les moyens de protection des circuits intégrés des cartes à puces. Elle consiste à placer ce circuit (103) dans une cavité (102)
ménagée dans un boîtier en céramique (101). Les contacts normalisés (104) sont déposés sur la face du boîtier située de l'autre côté de celle
où débouche la cavité. Ces contacts (104) sont reliés à la puce (103) par l'intermédiaire de traversées conductrices (106) qui débouchent dans la
cavité (102) où elles se raccordent à des fils (105) eux-mêmes soudés sur la puce (103). La cavité (102) peut être soit fermée par un couvercle
(108), soit remplie par un matériau de protection (208). Elle permet d'obtenir des cartes à puces ayant une durée de vie supérieure à 10 ans.
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